Wszechstronne

Bezotowiowe
Bezhalogenowe

Pasty do lutowania o ponad przecietnej
przydatnosci do uzycia

seria HF1100-3
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Bezprecedensowa Technologia Nowe Technologie Topnika

Topnika zapewniajaca niezwykta zapewniaja jakosc lutowania

jakoSc potaczen przekraczajaca powyzej oczekiwan!

oczekiwania il = . Jakodelaraz ol osng wymagani dotyczace materstow utownycn

b = S3X58-HF1100-3 wprowadza innowacyjne technologie,. ,Aktywna koagulacje Topnika”
: i ,Stabilizacje aktywacji”, majace na celu osiggniecie maksymalnej aktywnosci, czyli
kluczowego elementu prawidtowego potgczenia lutowniczego.

(Bezprecedensowe technologie topnika)
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Lead Free Solder Paste

Product: Elux:

Aktywna koagulacja & Aktywna stabilizacja

Lot No.: - Use by:

Aloy * g— - Bez halogendw

Jedna pasta |
Wiele zalet! Lecopus @ |

I
° i Lead Free Solder Paste

K wec + Minimum rozpryskow
K] 4.1, Sany Agahi-cho, AJOCT y
E} K [‘::.J;n.£|.|”I;II'I:I:.I;r.'.l:(-l.;-|'l...n\-:‘-al 352441527 §

- Mata ilos¢ pustek

- Wysoka niezawodno5¢ elektryczna

Laibia, - e by
1 e

+ Szerokie okno procesowe

Wszechstronne Bezhalogenowe
Pasty Lutownicze

+ Mocne zwilzanie

(seria HF1 100-3) Wtasciwosci:
* Sktad stopu: Sn3.0Ag0.5Cu
Standardowa * Minimalizacja rozpryskow topnika * Spetnia §tandard BS EN14582 braku
S3X58-HF1100-3 - Znaczaca redukcja pustek przy BTC halogendw (Cl+Br =Oppm)
o _ (np. PwT.r., QFN, LGA) i BGA * Nie wzbogacana sztucznymi halogenami
2n3r;2§§.z:|:z‘:a1?;.3  Bardzo dobre zwilzanie, na poziomie * Topnik: ROLO (CI+Br+I+F = <0.05% IPC
past halogenowych J-STD-004()
Ekonomiczny Stop - Wysoka stabilnosé nadruku, - Zgodny z RoHS, REACH

S01XBIG/51BIG58-HF1100-3 mozliwoS¢ przerwy nadruku >1h * Magazynowanie: 12 miesiecy w lodowce
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Aktywna Koagulacja Topnika
— Minimum pustek i rozpryskow
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Aktywna koagulacja topnika Topnik z ’fat_wosciq oddziela sie od roztop.'ionego
lutowia poprzez aktywna koagulacje

Kiedy lutowie jest roztopione

. Standardowa pasta
Nowa formutatopnikaHF1100-3 zostata o 7
O Pozostatos¢ Pozostatos¢

specjalnie opracowana, aby wykazywac topnika topnika wewnatrz
NS \< > y | o ]

zwiekszong koagulacje topnika
Ce———

w momencie, kiedy stop lutowniczy N\
zaczyna sie topic. Natychmiastowa O

koagulacja i ewakuacja roztopionego Gdy(zqsteczkiIutowiatopiqsig, Wmiargkcagu!acjist({picnggo Pozostatosci topnika pozostaja wewnatrz
topnika W momencie rozp’r\/wu stopu tylko lut zaczyna koagulowa¢ lutowia, topnik oddziela sie i na zewnatrz lutu

skutkuje wieloma zaletami podczas $3X58-HF1100-3 / Nowa formuta topnika

|lutowania.
FRAK 2 < »>

-‘E‘ RN > ( g
e [ 3
Pozostatosci topnika szybko koaguluja w miare

Gdy lutowie topi sig, ciekty topnik  Topnik szybko loguluje i usuwa sig topnienia sie lutowia, nie pozostawiajac niczego
aktywnie koaguluje za stopionego lutowia wewnatrz stopionego lutowia

I Radykalna redukcja rozpryskow topnika

Natychmiastowa ewakuacja roztopionego topnika z ptynnego lutowia efektywnie redukuje prawdopodobienstwo rozpryskow
topnika zmniejszajac zaleznos¢ tego efektu od profilu temperaturowego.

Umieszczenie ptytki Cu

300

Konw. Pasta L K X
300 powyzej nadrukowanej pasty
‘ 250 lutowniczej, a nastepnie
250 = rozptyw pasty, w celu
S < 200 umozliwienia przyczepienia
< 200 2 Niemalze 5 :
s = 150 I >250vozpryskow rozpryskw do plytk
& 150 5 Zero! Liczenie rozpryskéw.
— Profil 1 = 100
100 — Profil2
509 — Profil 3 50
0 | | 0

0 50 100 150 200 250
w00 |
Czas (s)

= Profil 1 = Profil2 = Profil 3

I Mata iloSc pustek 20
Szybka koagulacja i ewakuacja ptynnego topnika wyprowadza gazowg faze
topnika poza obszar stopionego lutu, zostawiajac mniejsza ilo5¢ resztek 25 [ osp
topnika, ktory mogtby by¢ zrodtem pustek. W konsekwenc;ji ilo5€ pustek M imsn
jest znaczaco zredukowana & [ imAg
z 2 [ enie
l g{}l\l.l&k"”)))},‘g . . . . é 15
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Aktywna Stabilizacja
— Brak halogenkow, Swietne zwilzanie

Stabilizator Optymalizuje maksymalna site aktywacji,
kiedy lutowie jest roztapiane

Nowo opracowany system aktywacji blokuje chemiczna reakcje z lutowiem podczas magazynowania oraz podczas
wstepnego podgrzewania, a nastepnie uwalnia maksymalng site aktywacji w momencie przekroczenia temperatury
topnienia, doktadnie w momencie, gdy jest potrzebna,

Konwencjonalna formuta topnika Wam.wa.“hm""a zapobleg.ajic'a
J utlenianiu wymaga znaczacej ilosci

aktywatora do jej usuniecia usuniecia
Czasteczka lutowia Zuzycie aktywatora Mniej aktywatora pozostaje
Aktywator

na usuniecie warstwy ochronnej na roztopienie/zwilzanie lutowia
%) . ‘ usuwa warstwe ochronng oraz zwieksza
o . . moc zwilzania
0) . . . Podstawowa warstwa ochronna

zapobiegajaca utlenianiu
fatwo usuwalna, ale podatna
na utlenianie

Inaczaca cze$¢ aktywatora zostaje zuzyta na usuniecie grubej warstwy zabezpieczajacej,
w wyniku tego ograniczona ilo$¢ zostaje na zwilzanie/roztapianie

] Pomocniczy przeciwutleniacz
$3X58-HF1100-3 / Nowa formuta topnika L wiaze 0, generowane w czasie

Stabilna warstwa ochronna Nieaktywny aktywator Inaczna cze$¢ aktywatora
wraz z antyoksydantem pozostaje na roztapianie/
zapobiega utlenianiu zwilzanie lutowia
. % Aktywator przytrzymuje ,Stabilizator”
‘ A ‘ utrzymuje aktywator nieaktywny
Q ‘ / ‘ . Aktywator uwalnia ,Stabilizator”
‘ aktywuje sie po podgrzaniu
Uwolnienie

Stabilizatora

(zasteczki lutowia sa zabezpieczone przed utlenianiem poprzez tatwousuwalng warstwe ochronng, a przeciwutleniacz

utlenianiu, jednoczesnie technologia uwiezienia stabilizatora w aktywatorze, pozwala na uwolnienie maksymalnej
mocy aktywacji w momencie roztopu lutowia.

I Brak halogenow, utrzymana duza moc zwilzania

+Aktywna stabilizacja” zapewnia Swietng zwilzalnos¢ lutowia nie tylko na standardowych podtozach, ale takze na trudnych
do lutowania: utleniona Cu, Ni, C7521 oraz Ni/Al.

* Materiat: Utlenione Cu*1, Ni, C7521*2, Ni/Al.

Utleniona CU “ as521 Warunki testu:

Konwencjonalna ’ e . .
pasta % ] . E ! o _ ® Grubos¢ szablonu: 0.2mm (ciety laserem)
lutownicza : W : ! : ) Tl * Zrodto ogrzewania: Konwekcja cieptego powietrza

* Atmosfera: Powietrze
*1War. Utlen.: 150°C x 16 godz.

| | 3 *2 C7521: Srebro Niklowe
$3X58-HF1100-3 i o : s . | (64Cu-18Ni-182Zn)
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Wysoka Niezawodnosc Elektryczna
— Rezystancja izolacji

S3X58-HF1100-3 zawiera bezhalogenowy topnik, bez wzbogacania sztucznymi halogenami. Pasta S3X58-HF1100-3 dzieki
starannie dobranym komponentom chemicznym zapewnia wysoka niezawodnos¢ elektryczng, a w potaczeniu z r6znymi
materiatami zabezpieczajacymi zapobiega migracji elektrochemiczne;.

Testowane powtoki zabezpieczajace:
Warunki testu:

A) Akrylowa B) Poliolefinowa C) Silikonowa
° Standard: IPC TM-650 2.6.14.1
1.0E+13 * Kupon testowy: IPC-B-25
Kupon testowy m ° Wykonczenie powierzchni: OSP
1.0E+12 ° Warunki: 65°C/88,5%Rh
1.0E+11 - 2.98E+11 ° Napiecie: Zastosowane 10V/ mierzenie 100V
° Proces reflow: goraca konwekcja w atmosferze
HoEne - 3I3E0 pOWiEtrznej
1.0E+09 —— (zysta miedz ° Profil: Rekomendowany profil do procesu reflow
—— S$3X58-HF1100-3 + Powtoka A 1.38E+10
1.0E+08 + Powoka A + poutoka B 6 29E410 IRavg = 10[% > loglR]
1.0E+07 + Powoka B owloka .
+ Powtoka C N = liczba punktow testowych
1.0E+06 + Powtoka C 7.77E+10

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 IRI = pomiary indywidualnej rezystancjai izolac;ji

S3X70-HF1100-3 — do matych rastrow

S3X70-HF1100-3 z czasteczka typu 5, przeznaczona aby wyjs¢ naprzeciw trendom miniaturyzacji w procesie SMT.
* Zapewnia idealne potaczenia mniejszych kamponentéw (np. chip 0402) podczas procesu reflow w atmosferze powietrza/N2
* Wykazuje Swietne wtaSciwosci nadruku powyzej 1 godziny ciggtej pracy na sitodrukarce, nawet przy mikronadrukach

= 1-szy nadruk
1-szy nadruk szy n?ndll;:lk ’
przerwy 120 120
100 100
(sp 0| o e —— ——
0.174mm sred. 40 60 _+ e E—— =
Stos. pow. 0.55 0 40

1-szy nadruk po 60 min. przerwy

20 20

QFP 0
‘I’_-‘ng pitch Stos. pow 0.55 0.63 0.7 0.78 Stos. pow. 0.55 0.63 0.7 0.78
(L/5=0.2/0.2) |, $red. natoz. 0.175 02 0.225 025  S$red.natoz. 0.175 0.2 0.225 0.25
Stos. pow. 1.10 | mm mm

Linia produktow HF1100-3
Nezva oy

Rodzaj stopu Sn 3.0Ag 0.5Cu

Temperatura
topnienia °C

Rozmiar ziarna(pm) 20-38 10-25 20-38

S1XBIG58-HF1100-3

Sn 0.1Ag 0.7Cu 1.6Bi Ni Sn1.1Ag 0.7Cu 1.8Bi Ni

217-219 211-227 211-223

Zaw. halogendw (%) 0

Rodzaj topnika ROLO (IPCJ-STD-004S

Magazynowanie 12 miesiecy 6 miesiecy
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[ Produkcja

@ Biuro Sprzedazy

m::B..@ Centrala

‘ Centrum dystrybucyjne

(topniki ptynne)

Europa Azja Lokalizacje w Japonii
Poland n Kort.ea n / Chlnan Centrum technologiczne
Germany 0/ Hungary e Philippines 9

Belgium / Italy / Norway
Sweden / Finland / France
Poland / Bulgaria / Russia
Czech / Ukraine / Lithuania
Slovakia / Austria / Slovenia
Netherlands / Spain / U.K.

Taiwan / Hong Kong
Thailand / Vietnam
Indonesia / Singapore
Malaysia / India

Ameryka
Portugal /Romania / Belarus
Switzerland / Ireland usA OO
Turkey / Serbia Canada / Mexico / Brazil
Bliski Wschod Oceania
Israel / Iran Australia
Afryka

South Africa

Higashimatsuyama

Fabryka Higashimatsuyama \

Biuro Nagoya

Biuro Osaka

[ L5)

Centrala KOKI

A Licencjonowany producent

KOKI

B Dystrybutor



Linkedin

https:#/www.linkedin.com/company/koki-company-limited/

PB Technik sp. z 0.0.

ul. Zwolenska 27, 04-761 Warszawa
(+4822) 61583 44,615 81 90,615 81 99
info@pbtechnik.com.pl
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Website
https:/pbtechnik.com.pl

Linkedin
https:/pl.linkedin.com/company/pbtechnik-pl




